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Die folgenden Angsben sind den vom Anmelder eingereicMen Unterlagen entnommen 

© Verfahren und Vorrichtung zur Gasfuhrung beim Laserstrahischneiden vorzugsweise g-ossflachiger, dunner 
Materialien 

(§7) Bei dem erfindungsgerm^en Verfahren wird das Ar- 
beitsgas beim Laserstrahlse.nneiden als laminare Gas- 
stromung an der Oberflache des zu bearbeitenden Mate- 
rials gefuhrt. Dadurch kann einerseits eine Vermischung 
des Arbeitsgases mit der Uragebungsluft verminderl wer- 
den, so daft sowohl das Arbeitsgas als auch mitgefuhrte 
Abprodukte wieder zuruckgewonnen werden kdnnen. An- 
dererseits kann eine groftere Flache mit einem optisch ab- 
gelenkten Laserstrahl bearbeitet werden. Die Laminar- 
stromung stabilisiert au£e;dem die Druck- und Stro- 
mungsverhaltnisse an der Oberflache dunner Materia- 
lien. 

Vorteilhaft ist ess, bei dunneri Materialien den Gasstrom 
auf beiden Seiten zu erzeuoen und ihn an der dem Laser 
abgewandten Seite so zu beeinflussen, daS die Druckdif- 
ferenz an den Materialflachen minimiert wird bzw. aus- 
reicht, das Material auf eine geeignet gestaltete Aufiage 
zu Ziehen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung bclrilTl cin Verfahren und cine Vorriehung 
/.ur Gasfuhrung beim Laserslrahlschneiden vor/.ugsvieise 
grofiflachiger, diinner Materialien. 

Bekannt sind Verfahren und vcrschiedcnc Vorrichiungcn 
zur Gasfuhrung beini Laserslrahlschneiden, bei denen dcr 
Gassirahl parallel zum Laserstrahl auf die Schnittfuge ge- 
lenki wird. Typische Anordnungen sind in der DE- 
OS 197 35 354 Al (Verfahren zum Schneidcn oder Schwci- 
L>en miitels Laser) und DE-OS 197 25 256 Al (Dusenanord- 
nung fur das Laserslrahlschneiden) dargcstclll. Bei diesen 
Anordnungen wird der Laserstrahl durch die Offnung der 
Gasdiise gefuhn, so daB der Gassirahl mit deni Fokus des 
I^csersirahlcs gemeinsam auf deni Material auflrifft. Nach- 
teilig bei dicsein Verfahren ist, daB eine optische Ausien- 
kung des Lascrsirahles fur schnelle Bearbei lungs verfahren 
durch das crfordcrlichc Nachfuhrcn dcr Gasdiisc nichi mog- 
lich ist. Ein weiierer Nachteil ist, daB dunne Materialien we- 
gen der umgelenklen Gassiromung angehoben werden. so 
da£ Ungenauigkeiten in der Strahlfokussierung aufireten. 

In der DE-OS 39 25 646 A 1 ist ein Verfahren und Vor- 
richtung zum Fonnablragen von WerkstofF beschrieben, bei 
der die Gasdiisc neben dem Laserstrahl angeordnet i a. Die- 
ses Verfahren hat bei dunnem Material den Nachteil. daB der 
an der Materialoberfiache umgelenkie Gasstrom durch 
Wandeffekte zu einem Anheben des Materials und damit zu 
einer schlechten Fokussierung des Laserstrahles fuhn. Zu- 
saizlich ist die Gasfuhrung nur auf einen kleinen Arbeilsbe- 
reich begrenzt, so daB es auch nur bedingl fur eine Maierial- 
bearbeiiung mit opiisch ausgelenktem Laserstrahl geeignet 
ist. Beiden beschriebenen Verfahren haftel der Nachteil an, 
daB beim LaserstraJilschneiden entstehende Abprodukte ins- 
besondere bei organischen Materialien nichi aufgefangen 
werden, so daB deren umweltgerechte Enlsorgung nicht ge- 
wlhrleisiel werden kann. 

In der DE-OS 197 34 294 Al ist eine Absauganlage fur 
die Laserbearbeilung von Werkstucken vorgestellu bei der 
Hiifsgas und Abprodukte abgefuhrt werden. Die Anordnung 
hesitzi ebenfalls den we sent lichen Nachteil einer kleinen 
Arbeitsflache des Laserstrahles und der starken Gasumien- 
kune konzentrischer Diisenanordnungen. Die Darsiellung 
gih in gleicher Weise fur die in der DE-OS 197 47 S-U Al 
beschriebenen Anordnung zur Lasermaierialbcarbeilung. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vor- 
richiung zur Gasfuhrung beim Laserslrahlschneiden vor- 
zugsweise groBflachiger, diinner Materialien zu schafTen, 
bei dem auf einer groBeren Arbeitsflache eine Materialbear- 
beicung mit opiisch abgelenkiem Laserstrahl moglich ist, 
eine definierle Gasfuhrung die Druck- und Strdmungsver- 
halmisse an dcr Materialoberfiache iiberden Arbeitsbereich 
siabil hall, eine moglichst. geringe Vermischung des Arbeils- 
gases mil der umgebencn Atmosphare aufiritt und das vom 
Laser beaufschlagte Material konirollierbar abfuhrt wird. 

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren laui 
Oherbegri ff des Haupianspruches durch dessen kennzeich- 
nende Me rk male gelost. Vorteilhafle Weiierbildungen und 
Auslegungen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird das Arbcits- 
gas beim Laserslrahlschneiden als laminare Gassiromung an 
der Oberflache des zu bearbeitenden Materials gefuhn. Da- 
durch kann einerseils eine Vermischung des Arbeiisgases 
mit der Umgcbungsluft vemiinderl werden, so daB so won! 
das Arbeiisgas als auch mitgetuhrte Abprodukte wieder zu- 
ruckgewonnen werden konncn. Andcrcrscits kann cine gro- 
6ere Flache mil einem opiisch abgelenkten Lasersirahl bear- 
beiiel werden. Die Laminarstromung stabilisierl auBerdem 
die Druck- und Stromungsverhaltnisse an der Oberflache 



diinner Materialien. 

Vortcilhaft ist es. bei diinnen Materialien den Gasstrom 
auf beiden Seiien zu erzeugen und inn ar. der dem Laser ab- 
gewandten Seite so zu hecinflussen, daB die DruckdilTerenz 

5 an den Materialflachen minimiert wird bzw. ausreicht, das 
Material auf eine geeignet gcstaltcle Aurlage zu zichen. 

Eine sehr einfache Vorrichtung zur Uruselzung des Ver- 
fahrens ergibl sich aus dcr parallelen oder im flachen Winkel 
zur Material oberflache ausgerichteten. sehr dicht an dcr 

to Oberflache gclegenen Anordnung einer oder mehrerer An- 
siromdusen (1) und einer oder mehrerer Absaugdiisen (2) 
auf der dem Laser zugewandten Seite des Materials jeweils 
an den gegenuberliegcnden Begrenzungslinien des Laser- 
Arbeit sbereiches. Diese Anordnung errooglicht die Erzeu- 

15 gung einer flachen, laminarcn Gassiromung an der Material- 
ot'crfliche. 

Eine erste Verbesserung der Vorrichtung entsiehu wenn 
dcr Gasstrom zusaizlich an den offenen Scitcn des Arbciis- 
bereiches durch Gasleitflachen (3) begrenzt wird, so daB die 

20 Gassi romung in den Randbereichen des Arbeit she reiches 
stabilisierl wird. 

Eine Vorrichtung zur Gasfuhrung, die vorzugsweise beim 
Schneiden sehr diinner Materialien eingesetzt wird, ergibt 
sich, wenn in gleicher Weise wie auf der dem Laser zuge- 

25 wdndlen Seile Anstromdusen (1) und Absaugdiisen (2) so- 
wie bedarfsweise Gasleitflachen (3) auf der dem Laser abge- 
wandten Seile des Materials angeordnet werden. 

Eine Verbesserung der Anordnung nut beidseilig vom 
Material angeordnelen Anstromdusen (1) und Absaugdiisen 

30 (2) ergibt sich. wenn auf der dem Laser abgewandte Seite 
zusaizlich zu den Dusen (1) und (2) und den bedarfsweise 
vorhandenen Gasleitflachen (3) ein A Nice kb lech (4) den 
Gasstrom begrenzt, so daB sich in Venbindung mil dem zu 
bearbeitenden Material (M) ein Gaskanal ergibl. Wird der 

35 Querschniti des sich ergebenen Gaskanales von der Ein- 
siromseite (1) zur Abstromseile (2) verringerL wird durch 
die entsprechende Gasbeschleunigung ein zusaizlicher Un- 
lerdruck an der Malerialseite aulgebaui. der die Mat eri all age 
stabilisieren kann. Die Stabilisierung der Materiallage wird 

40 insbesondere bei groBen A rbei is flachen zusaizlich verbes- 
sen. indem in den Gasstrom auf der dei:i Laser abgewandten 
Seite weitere Gasleitflachen (5) angeordnet werden. auf de- 
nen sich das Material zusaizlich abstuizcn kann. 

Die vorliegende Erfindung wird anhand der Ausfuhrungs- 

45 beispiele in den nachfolgenden Figureo naher erlautert. 

Fig. 1 zeigi die Darsiellung einer einfachen Anordnung 
zur Erzeugung einer laminaren Gassu-omung auf der Ober- 
flache eines mit einem Laser zu schneidenden Materials 
(M), bestehend aus den Anstromdusen il) und den Absaug- 

50 diisen (2) an den beiden Seiten des Laserarbeitsbereiches 
(A). 

Fig, 2 zeigi die Verbesserung der Gasfuhrung einer An- 
ordnung nach Fig. 1 durch zusatzliche Gasleitflachen (3) an 
den Seiten des A rbe its be reiches, so daBdie Gassiromung im 

55 Randbereich der Arbeitsflache stabitisien wird. 

Fig. 3 zeigi die Anordnung einer Gasfuhrung auf beiden 
Seiien des zu bearbcilenden Materials (M), wobei auf der 
dem Laser zugewandten Seite die Anstromdusen (1) und die 
Absaugdusen (2) sowie die seiilichen (lasfuhrungsflachen 

60 (3) gezeigt sind. Auf der dem Laser abgewandien Seile ist 
die Gasfuhrung durch eine Abdeckung (4) abgeschlossen, so 
daB sich mit der Materialoberfiache (M) ein geschlossenen 
Gaskanal ergibl. Dargesiellt isl auch erne mogliche Gesial- 
lung der Abdeckung, die den Gassirahl im Gaskanal be- 

65 schlcunigt und so das Material M anzichl. 

Fig. 4 zeigi eine Erweiterung der Anordnung nach Fig. 3 
in einer Ansichi auf die mogliche Ausbildung der Anstrom- 
dusen (1). Insbesondere durch die Erweiterung der Gas lei I- 
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(-lichen 5 1 kann das zu schneidende Material noch hesse: 
geluhn Hcrcicn. 

Patent anspruche 

1. Vertahren zur Gasfiihrung beim Laserstrahlschnei- 
den vorzugsweise groBflachiger, diinner Malerialien. 
dadurch gekennzdehnet, daB das Arbeitsgas als lanii- 
nare Gassiromung an der Oberfiache des zu schneidert- 
den Materials erzeugt und gefuhrt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nel. daB das Arbeitsgas auf beiden Seiten des zu bear- 
beiiendcn Materials als laminare Gassiromung erzeugt 
und geftihrl wird. 

3. Vbrrichtung zur Umsetzung des Verfahrens nach 15 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB auf der dem 
Laser zugewandten Seite des zu bearbeiienden Materi- 
als iM) parallel oder im flachen Winkcl zur Oberfiache 
ausserichtet und in sehr gcringem Abstand zur Oberfia- 
che eine oder mehrere Anstromdusen (1) an einer Seite 20 
des Arbeitsbereiches (A) und eine oder mehrere Ah- 
sausdusen (2) an der gegenuberliegenden Seile des Ar- 

f beitsbereiches (A) angeordnei sind. 

4. Vbrrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB Gaslcil flachen (3) die zwischen den An- 23 
stfonidusen (1) und Absaugdusen (2) liegenden offe- 
nen Seiten des Arbeitsbereiches (A) begrenzen. 

5. Vbrrichtung zur Umsetzung des Verfahrens nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnel, daB eine Vor- 
richtung nach Anspruch 3 oder 4 auf beiden Seiten des 30 
Materials (M) angeordnei ist. 

6. Vbrrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB die dem Laser abgewandte Gasfuhrung 
durch ein Abdeckblech (4) verschlossen wird, so da£ 
Gasleiiflachen (3). Abdeckblech (4) und Material (M) 35 
einen Gaskanal bilden. wobei durch die Gestaltung des 
Abstandes zwischen Abdeckblech (4) und Material 
(Mi die Druck- und Stromungsverhaltnisse an der Ma- 
terial oberfiache beeinfiuBt werden konnen. 

1. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 40 
zeichncl, daB auf der dein Laser abgewandten Seite des 
Materials in die Gasfuhrung parallel zu den Gasleiirla- 
chen (3) zusatzliche Gasleiiflachen (5) deran angeord- 

Onei sind daB die Gasleiiflachen (3) und (5) mil den An- 
stromdusen (1) und den Absaugdusen (2) eine Auflage- 45 
ebene fur das zu bearbeilende Material (M) bilden. 
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